
1 
 

《台積、AMD、Intel 及 Apple 研發支出分析》 

作者：屏東大學會計系 周國華老師 

2021/11/20 本文另刊於 FB 社群：半導體產業討論區(元件物理與製程、IC Design 與 EDA) 

 

台積近年來的研發支出金額常居台灣企業中的第一名，也因此確保了台積在半導體先進及特殊製程

上的競爭力。以美元計算，台積在 2020 年的研發支出總額是 37.28 億元，2021 年前三季的累計金額

是 33.05 億元，看似數額龐大，但若與最近常向台積叫板的 Intel 相比，台積的研發支出金額就顯得

小巧許多。 
 
Intel 在研發支出金額上長期保持全球半導體產業第一名，2020 年的研發支出是 135.56 億美元，2021
年前三季累計是 111.41 億美元，分別是台積同期的 3.64 倍及 3.37 倍。但過去幾年 Intel 在先進製程

的研發進度上卻步履蹣跚，頻頻卡關，這讓已轉為 IC 設計公司的競爭對手 AMD 在善用台積和三星

提供的先進製程代工產能下，逐步蠶食原本由 Intel 主宰的 PC 及伺服器晶片市場。此外，原本在

Mac 電腦上高度仰賴 Intel 晶片的 Apple 公司，也改為使用台積的先進製程製造自行設計的 M1 及即

將問世的 M2 晶片取代 Intel 的晶片，讓 Intel 在晶片市場上的份額進一步縮小。 
 
Apple 是台積的第一大客戶，是台積在先進製程上不斷前進的最重要推手。以研發支出金額來看，

Apple 在 2017Q4 以前，一直低於 Intel。回溯來看，Apple 直到 2012Q4 這一季，研發支出才突破 10
億美元，來到 10.1 億美元，但 Intel 在該季的研發支出已達到 26.3 億美元。當年的 Intel 還是老大

哥，Apple 在他眼前算是小老弟。但 Apple 是加速奔馳的兔子，Intel 是蹣跚前進的烏龜，Apple 的研

發支出在 2017Q4 超越 Intel 後，就一路拉開差距，過去兩季的差距各約有 20 億美元之譜。 
 
Apple 的營收主要來自終端消費性電子產品、App Store、iTunes Store..等，和 Intel 是以研發及製造

半導體晶片的業務內容截然不同。但在 Apple 開始自研 A 系列行動晶片後，已經實質上跨入半導體

產業的領域。Apple 現在有 A 系列、M 系列、S 系列..等不同功能的晶片產品，其中 M 系列晶片已

經隱然成為 Intel 的競爭對手。Apple 的研發支出具有高度未來性，傳說中的自駕車是其中之一，這

些都需要半導體晶片的大力支援。看著 Apple 在研發支出上的高速成長，以及過去幾年在終端消費

性電子產品上的持續成功，Apple 的未來是很可期待的。 
 
AMD 也是台積先進製程的重量級客戶，更是 Intel 的直接競爭對手。AMD 把晶圓製造部門切割出去

成立 GlobalFoundries 後，自己就成為單純的 IC 設計公司。過去幾季 AMD 的研發支出明顯上揚，雖

然和 Intel 相比還算是微不足道，但 AMD 不用顧慮製程研發，只需要專注在 IC 設計上面，然後善

用台積及三星的先進製程製造產品，反而對研發支出龐大的 Intel 形成強大的壓力。 
 
Intel 已經成為台積的競爭對手，但也是潛在的客戶之一。Intel 在先進製程研發上的不順遂，讓這個

晶片巨人光芒褪色不少。在技不如人之下，Intel 的 CEO 甚至還要透過政治遊說來取得美國政府對

Intel 的特別關注，以期能獲得超常補助來進行必要的研發工作。 
 
比較台積和 Intel 的研發支出，可看出 Intel 已經花很多錢在做研發了。雖然和台積只需專注於製程

研發相比，Intel 必須同時進行晶片設計及製程的研發，研發支出金額及佔營收比例本來就會比較
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高，但如果粗略地把台積和 AMD 的研發支出相加來和 Intel 比較，仍然可看出在效率上的巨大差

異。 
在製程研發上，台積是有高度效率的。一方面是有 Apple 的督促及協助，以及為大量晶圓代工客戶

服務所累積的寶貴經驗；另方面是台積的研發及製造都集中在台灣，台灣的博碩士研發工程師願意

輪三班，也接受責任制，可以日以繼夜地工作，領的薪水在台灣算高薪，但和 Intel 的標準相比可能

就少了一大截。 
 
Intel 想要在先進製程的研發上獲得順利進展，不妨學學 Google：把在台灣的研發中心升級，甚至可

以考慮在台灣設晶圓廠。畢竟，能和競爭對手處在同一個屋簷下，才能習得其精髓啊！ 
 
概念教學： 
研發支出是指企業為進行研發工作而耗費的研發人員薪資、耗材、研發設備之折舊費用..等，在當期

以「費用」列帳，並在綜合損益表的營業費用項下以研究發展費用表達。 
 
有些讀者會把研發支出和資本支出搞混。以半導體產業的特性來講，資本支出主要是由製造及研發

所需的廠房及設備投資構成，在支出時是以「資產」列帳，並隨著時間或耗用情況，把廠房及設備

購置成本轉為各期折舊費用。這些折舊費用若歸屬於研發部門，就成為研發支出的一部分；若歸屬

於製造部門，就成為製造費用，是產品成本的重要內涵之一。產品成本在未出售前是資產負債表上

的「存貨」資產，出售後就轉成綜合損益表上的「營業成本」，營業成本占營收比例越高，營業毛

利率就越低。 
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附錄 
台積, AMD, Intel, Apple 過去五年研發支出 
(單位：億美元) 
編表：屏東大學 周國華老師 
季度 TSMC AMD Intel Apple

2021Q3 11.07 7.65 38.03 57.72

2021Q2 11.04 6.59 37.15 57.17

2021Q1 10.94 6.10 36.23 52.62

2020Q4 10.52 5.73 36.55 51.63

2020Q3 10.12 5.08 32.72 49.78

2020Q2 8.34 4.60 33.54 47.58

2020Q1 8.30 4.42 32.75 45.65

2019Q4 8.42 3.95 33.84 44.51

2019Q3 7.69 4.06 32.08 41.10

2019Q2 6.87 3.73 34.38 42.57

2019Q1 6.62 3.73 33.32 39.48

2018Q4 7.67 3.71 34.33 39.02

2018Q3 7.14 3.63 34.28 37.50

2018Q2 6.68 3.57 33.71 37.01

2018Q1 6.96 3.43 33.11 33.78

2017Q4 7.04 3.20 32.53 34.07

2017Q3 6.95 3.20 32.09 29.97

2017Q2 6.30 2.85 32.62 29.37

2017Q1 6.24 2.71 33.11 27.76

資料來源：各公司網站及 SEC EDGAR 資料庫 
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